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耐落下衝撃性に優れた 『Ｍ61』ソルダボール

Ｍ61

M61 solder ball with high drop impact resistance
耐落下衝撃性に優れた 『Ｍ61』ソルダボ ル耐落下衝撃性に優れた『Ｍ61』ソルダボール

M61 solder ball with high drop impact resistanceM61 solder ball with high drop impact resistanceM61 ld b ll ith hi h d i t i t

特   長

製品仕様

モバイル機器など、落下のリスクの高い製品に
● 耐落下衝撃性に優れるソルダボール
● 微細接続、高密度接続、高品質実装に対応
● あらゆる表面処理材料に対応

µ

µ

□ 落下試験結果

□ 組成 □ 軟材料化で、はんだバルクの応力緩衝効果を狙う

Drop Number

PKG 表面処理 : 無電解Ni/Pd/Au表面処理 : 電解 Ni/Au 

Drop Number Drop Number

PKG 表面処理 : Cu-OSP

□ 破壊断面観察

M705は接合界面、M61ははんだバルクで破断

電解 Ni/Au

電解 Ni/Au

10回落下後

170回落下後

Cu-OSP
20回落下後

Cu-OSP
120回落下後

無電解 Ni/Pd/Au
5回落下後

無電解 Ni/Pd/Au
330回落下後

M61

M705

□ 添加元素・添加量最適化による接合界面改質で、応力集中を回避

Ｍ705（Sn-3.0Ag-0.5Cu）

M705
厚い拡散層

大きな拡散層 微細な拡散層

薄く平滑な拡散層

Ni の添加で拡散層の薄層化と微細平滑化を

M61

M61M705

Ｍ61（Sn-1.0Ag-0.75Cu-0.07Ni）

接合工程時の模式図

リフロー 冷却

Sn-3.0Ag

共晶相（Ag3Sn Cu6Sn5 化合物）
Sn相

強度

Ag濃度低 高
Sn-1.0Ag

ビッカース硬度（0.49N/30sec）

硬い

柔らかい柔らかい柔らかい

2.3%


